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Validations des Technologies

e \alider le collage des canaux graves par laser : DONE !!
e Valider la resistance des canaux graves par laser

e \alider le collage et resistance des canaux scelles par collage
anodic sur couche mince

® Reproduire les tests faits au CERN

450 — ‘ ‘
400 o e
| = =
I + t1=t2= 135 ym ) " .
§ 30 I i = 11=t2= 100 pm 0
= A 5
@ 300 It S at=2=70pm  —— ¥ J/
: 18 b‘ A
ko . x
ey N
L I" .‘\ \\ \—“ \QK \j
E 200 Y "\‘ -H‘r i
o N | N
LY LN i
§ 150 ‘. !,\ = ; 5
D A TS
& 100 § - -
s T *‘-_ 1 ‘.‘ S — % — = b=
50 s S E— it %
o == -?- —— ] :'_:i'.':':_':?':'-.::i = ;
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 20

Channel Width, W (um)




* Temps Estimé ?
e Faut il retourner a
Lausanne ?

2 Wafers 2 Wafers




Issue possibles

La resistance est convenable, il faut alors :

1.Gagner en competence localement

1.Nettoyage chimique (CINaM ou autre)
1. Amelioration du process pour eviter le polissage
2.lmagerie (J.Aiguier)

2.Collage anodic (CPPM)
3.Depot couche mince
4.Decoupe
5.Amincissement
6.Connecteur

/. Test en pression



Issue possibles

La resistance est convenable, il faut aussi :

2.Chercher un partenaire industrielle pour le laser et
eventuellement DRIE pour comparer les couts

3.Developer le cadre de refroidissement pour NA62
4.Developper un connecteur scelle par voie anodique
5.Etudier d’autres materiaux pour exploiter le laser
6.Demander des financements

Est il raisonnable de parier sur le succes et d’anticiper
certaine etape ?

Si oui lesquelles ?



Issue possibles

La resistance est mauvaise a cause du laser :

e Revenir aux gravures humides DRIE

e Ameliorer le process LASER (fs)

La resistance est mauvaise a cause des couches minces

e Que faire ?
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